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Ipari gazok az elektronikaban
Jobb és kisebb alkatrészek

Az iparigaz-gyart6 Messer vallalatcsoport -- az elektronikai ipar vezet6 gyartoival
egyuttm(ikodve -- olyan Ujfajta gdztechnoldgiakat fejlesztett ki az ipardg szamara, amelyekkel
teljesithet6k a mindséggel és a termelékenységgel szemben tdmasztott, egyre szigoribb
elvarasok. Az elektronikai alkatrészek gyartasdban mind szélesebb kor( felhasznalasra
szamithat példaul a véd6géazos inert atmoszféra alatti forrasztas vagy a szdrazjéghéval torténd
feliilettisztitas.

Az integralt aramkorok napjainkban minden képzeletet feliilmalé miniatiirizadldson mennek
keresztiil. Nemcsak a chipek, hanem tokozasuk és a hozza tartozé csatlakozasok is egyre
kisebbé, miszakilag kifinomultabba valnak. A min8séggel és a termelékenységgel szemben
tdmasztott, dllanddan névekvé kovetelményeknek valéd megfelelést segiti tobbek kozt a
nitrogén intelligens médon torténd felhasznaldsa az elektronikai alkatrészegységek
gyartasaban, els6sorban a forrasztas teriiletén.

Fine Pitch /.

1. abra. A mai elektronikai alkatrészek, igy példdul a BGA tokozatok modern gydrtdsi eljdrdsokat feltételeznek. Az ipari
gdzok és a kapcsolodé alkalmazdstechnoldgidk jelentsen névelik a termelékenységet.
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Az elektronikaialkatrész-gyartas

Mig a nyolcvanas évek elején a mm-es mérettartomdanyba esé raszterli nyomtatott dramkorok
magas integraltsdginak szamitottak, a ma hasznalatos alkatrészekben a rasztertavolsag akar 0,1
mm korilire zsugorodhat. A novekvd integralasi slirliség egyre kisebb raszterekhez és egyre
Osszetettebb funkcidk megvaldsitdsdhoz vezet a nyomtatott dramkoron. Ennek
kovetkezményeként a tokozasok kivezetéseinek szdma az atlagos 20-40-rdl (ez az gynevezett
dual-in-line tokozas) jelent6sen megszaporodott. Mig 1980-ban egy tipikus mikroprocesszornak
(példaul Z80 vagy Intel 8086) negyven, 2,54 mm tavolsagu kivezetése volt, addig 1992-ben a 80
386-ot mar 132 kivezetéssel lattak el, és egy modern Pentium vagy Alpha processzornal ez a szdm
ma mar tobb szaz. A kivezetések slirlisége szamuk gyarapodasaval parhuzamosan nétt: a technika
mai allasa szerint 0,5 mm tavolsagnak felel meg (fine pitch). A kovetkez6 években 0,3 mm-t, illetve
még kisebb értékeket varnak.

Az IC-tokozasok épitési formdi és a felhasznalt anyagok is valtoztak. Ezaltal teljesen Uj termékek
megjelenése valt lehetdvé. Egy digitdlis videomagno 40 integralt &ramkort is tartalmazhat
cigarettdsdoboznal alig nagyobb térfogatban. A felsoroltaknak megfeleld tulajdonsagokkal biré
alkatrészeken 6sszességében joval nehezebb a kiilonbozé gyartasi és szerelési miveleteket
végrehajtani.

Az elektronikus alkatelemek forrasztasa

Az elektronikai alkatrészeket korabban a nyomtatott &ramkari lapon taldlhaté furatokba iiltették
be, majd hulldmforrasztassal beforrasztottdk. Ehhez a nyomtatott dramkéri lapot
keresztiilvezették a folyékony forraszanyag egy vagy két hulldman. A forraszanyag bevonta a
forrasztasi pontokat, és leh(ités utan szilard kotés jott étre. Ma ezt a mddszert csak a nagy
mechanikai szildrdsagot igénylé alkatrészeknél hasznaljak (példaul csatlakozék).

Az alkatrészek mintegy 80-90 szazalékat ma mar feliiletszerelik (SMT, Surface Mounted
Technology). E technolégianal el6szor -- tobbek kozt fémporbdl és folyasztdszerbdl allo --
forraszpasztat nyomnak a nyomtatott dramkéri lap azon részeire, ahol kés6bb forrasztokotést kell
létrehozni. Ezutdn az egyes alkatrészeket (ellendllasok, IC-k stb.) beiiltetével belenyomjak a
pasztaba. Az igy el6készitett alkatrészegységeket forrasztékemencébe (reflow kemence) helyezik,
ahol a fémpor megolvad, s igy kotés jon létre az alkatrészegységek és a nyomtatott aramkori lap
kozott. A folyasztdszer aktivizalja a felliletet és csokkenti az oxidaciot. Végiil az
alkatrészegységeket - az esetleges forrasztasi hibak felderitésére -- el6szor optikailag, majd
mUiikodés kozben is ellendrzik. Az lomtartalmu forraszanyagokat felhasznalé hagyomanyos
forrasztdsi eljarasokkal készitett mikroelektronikai termékek életciklusuk végén hulladékként
keriilnek a kornyezetbe. A folyamatos 6lomterhelés csokkentése érdekében az Eurdpai Unid olyan
intézkedéseket |éptet életbe 2006. julius 1-jét6l, amelyek értelmében tilos lesz az lomtartalmd
forraszanyagok haszndlata. Az inert atmoszféraban torténé forrasztas lehet6vé teszi az dlommal
valé forrasztas kikiiszobolését, raadasul az elérhetd jellemzbket és a hatékonysagot is
nagymértékben, koltséghatékony moédon javitja.
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Termelékenységnovelés védogaz alatti forrasztassal

Az ipari gazok Uj termelékenységnovelési lehetéségeket nyljtanak a forrasztasnal: a forrasztasi
atmoszféra nitrogénnel valé inertizdlasaval mindenek el6tt a forrasztasi folyamatot zavard
fémfeliilet-oxidacié csokkenthetd jelent6sen, és ennek kovetkeztében optimalisabba valik a
nedvesités, a kotés pedig stabilabb lesz. Javul a feliiletek forraszanyaggal valé6 bevondsa,
ezaltal az Ugynevezett hideg forrasztasi helyek szdma nagyban csokken. A nitrogén
0sszességében noveli a folyamat biztonsagat és a teljesitményt, valamint mérsékli a hibak
mértékét. A csak kevés maradékanyagot tartalmazé forraszanyagok és folyasztészerek
haszndlata el6szor a nitrogén alkalmazasdval valt lehetségessé: kevesebb a folyasztdszer-
maradvanyok miatti szennyezddés, ezaltal kikiiszobolheték a koltséges tisztitasi eljarasok. A
hulldmforrasztasnal a nitrogén hasznalatat - a fent felsorolt el6nyok mellett - a salakképzddés
(oxidacid), s ezzel egyiitt az oxidok eltavolitdsa miatti gépledllasi id6k nagymértéki csokkenése
is indokolja (2. abra).
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2. abra. Salakképzédés a kemenceatmoszféra oxigéntartalmadnak fiiggvényében

A nitrogénatmoszféra alatti forrasztds mar az anyagtakarékossag révén is ,megtériil”. De a
véd6gdaz alkalmazdsa Okolégiai szempontokat figyelembe véve is indokolt, mivel a salak, a
folyasztészer-maradvanyok és a tisztité olddszerek mennyisége jelentésen csokken. Mindezen
tényezbk dsszességének eredménye a termelékenység jelentés ndvekedése.

A forrasztasi atmoszféra maradékoxigén-tartalma
A forrasztokotés mindsége reflow folyamatnal elsésorban a forraszpaszta tulajdonsagaitél fligg.

A forrasztasi atmoszféra maradékoxigén-tartalma jelentés mértékben befolyasolja a forrasztas
eredményét (3. dbra).
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3. abra. A forrasztdsi hiba mértéke az alkalmazott forraszpaszta és a
kemenceatmoszféra oxigéntartalmanak fiiggvényében

Az RMA (Rosin Mildly Activated) pasztaknal a maradék oxigén mintegy 1 szazalékkal valé
visszaszoritasa nagymértékben redukalja a forrasztasi hibdk szamat. Kiilonlegesen szigoru
mindségi kovetelmények esetén - amikor példaul majdnem teljes mértéki maradékanyag-
mentesség kivanatos - 100 ppm alatti maradékoxigén-érték sziikséges. Ezzel lehetévé valik,
hogy szinte hulladékmentesen forrasszanak, s ezéltal a koltséges tisztitasi folyamatok
elmaradjanak.

A forrasztashoz sziikséges nitrogént a Messer kilonféle médokon juttathatja a gyartésorhoz. Az
ellatas kisebb gazfelhasznalas esetén (példaul tesztberendezések lizemeltetése) palackrél vagy
palackkotegrél torténik. A folyamatos gyartashoz sziikséges (nagyobb mennyiség() cseppfolyés
nitrogén tarolasara alkalmas specidlis tartaly vagy a vevo telephelyére telepitett helyi
(Ggynevezett on-site) levegbbonté berendezés alkalmazasaval biztosithaté. A gazgyarto vallalat
a felhasznalo igényeire szabott teljes kori szolgéltatdsprogramot kinal, amely magdaban foglalja
a tervezést, a kivitelezést és az lizemeltetést, illetve on-site gazelSallité berendezések esetén a
beruhazas finanszirozasat is.

A miniatiirizalas folytatodik

A kovetkez6 években az elektronikus alkatrészek gyartasara vonatkoz6 kovetelmények tovabb
nének. A ,nehezen kezelhetd” tokozastipusok (példaul Ball Grid Array) mellett egyre
gyakrabban hasznalnak olyan tokozasformakat is, amelyek mérete eléri a chip méreteit (Chip
Scale Package). A tébb chipet tartalmazé modulok (MCM, Multichip Modul), a huzalozashordozé
szamara szolgalé Gj funkcidk (példaul intelligens dugaszok) és mas hasonlé fejlesztések abba az
iranyba mutatnak, hogy a tokozastechnolégia az IC-r6l a nyomtatott aramkori laphoz hasonlé
felépitési technoldgia felé tolddik el. A mult problémas kérdései (igy a forraszthatosag)
béviilnek azaltal, hogy tobbféle 6sszekotés-technikat (forrasztas, ragasztas, hegesztés stb.) kell
hasznalni egy modulon.

Az 0j anyagok, eljarasok és mindenek el6tt az Uj gazalkalmazasok dontd szerepet jatszanak
abban, hogy az elektronikus dramkdroket nagy mennyiségben és kimagaslé termelékenységgel
allithassak eld. A Messer atfogd egylittmiikodési programot alakitott ki az elektronikai ipar
vezetd vallalataival.
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A Siemens, az Alpha Metals, a Peters Research, az Ersa, az Isit és az ATZ-Evus tobb projektben
dolgozott egyiitt a Messerrel a jelzett kovetelmények teljesitésére. E szoros egyiittm(ikodés
eredményeként a jov6ben a partnerek és azok vevdi az elektronikai alkatrészek és rendszerek
legmodernebb gydartastechnolégidinak elényeit élvezhetik.

Irodalom

Dr. Tilman Schwinn, Dipl. - Ing. Jens Tauchmann, Dipl. - Ing. Torsten Lachert, Dr.
Hermann Grabhorn, <Baugruppenfertigung mit technischen Gasen> Gas Aktuell 54,
Berichte aus Forschung und Technik, 12-14. o.
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